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Fotobeschichtetes
Basismaterial

Arbeitsanleitung

Um optimale Ergebnisse bei der Ver-
arbeitung unseres fotobeschichteten
Basismaterials zu erzielen, beachten
Sie bitte die folgenden Hinweise.

Arbeitsmittel

Als Beleuchtung im Arbeitsraum emp-
fiehlt sich Gelblicht oder gedampftes
Tageslicht. Weiter bendtigen Sie ein
Belichtungsgerat, eine Entwickler-
schale und eine Atzmaschine. Die
Filmvorlage sollte kontrastreich und
gut deckend sein.

An Arbeitsmitteln stellen Sie bitte 1 Li-
ter Wasser (ca. 20 “C), 1 Beutel BEL
Spezialentwickler (NaOH-frei), Was-
ser zum Spilen und Papiertiicher zum
Trocknen der Platte bereit.

Setzen Sie den Entwickler wie folgt an:
Einen Beutel Spezialentwickler losen
Sie in einem Liter Wasser (ca. 20 “C)
unter Ruhren vollstandig auf. Die fri-
sche Entwicklerldsung kénnen Sie in
einem geschlossenen, ausreichend
gekennzeichneten Gefald bevorraten.
Ein Liter Entwickler ist ausreichend fur
ca. 0,5m2 Basismaterial.

Beachten Sie zu lhrer Sicherheit bitte
die Hinweise auf Seite 2.

Belichten

Die Belichtungsdauer hangt von der
emittierten Wellenldnge, Anzahl und
Leistung der verwendeten Lichtquel-
len und deren Abstand zur Platte ab.
Sie betragt bei Verwendung unseres
Belichtungsgerates HELLAS oder ei-
ner Hg-Hochdrucklampe (2 kW, Ab-

stand 1 m) ca. 90 Sekunden. Der Foto-
resist hat seine maximale spektrale
Empfindlichkeit bei ca. 400 nm. Fur die
vollstandige Belichtung werden etwa
1,5 mJ/cm’ bendtigt.

Die belichteten Partien der Platte zei-
gen einen Farbumschlag von Gelb-
griin nach Blaugriin. Uberbelichtung
ist bei gutem Filmmaterial unkritisch.
Unterbelichtung erschwert oder ver-
hindert hingegen ein einwandfreies
Entwickeln der Platte.

Die optimale Belichtungszeit kdnnen
Sie wie folgt ermitteln: Entfernen Sie
einen schmalen Streifen der Schutzfo-
lie von der Platte. Legen Sie die Vor-
lage auf und belichten Sie die Platte
z.B. 20 Sekunden lang. Entfernen Sie
einen weiteren Streifen Folie und wie-
derholen Sie den Vorgang n mal. Auf
diese Weise erhalten Sie eine Platine,
deren letzte Stufe 20 Sekunden, deren
erste Stufe jedoch n x 20 Sekunden
belichtet wurde.

LaRt sich nun z.B. die 5. Stufe in weni-
ger als 1 Minute einwandfrei ausent-
wickeln, so betragt die minimale Be-
lichtunaszeit auf lhrem Geréat 5 x 20 =
100 Sekunden. Einen Sicherheits-
spielraum von 20 Sekunden hinzuge-
rechnet, ergibt das ein Optimum bei
120 Sekunden.

Sollten Sie eine Vorlage aus Transpa-
rentpapier benutzen, so ist die oben
geschilderte Stufenbelichtung mit auf-
gelegter Vorlage in jedem Fall ange-
bracht, da dieses Papier das Licht je
nach Ausfuhrung unterschiedlich
stark absorbiert.

Entwickeln

Fillen Sie die saubere Schale zu ei-
nem Viertel mit frischem Entwickler.
Lassen sie die belichtete Platte in die
Schale gleiten.

Achten Sie bei doppelseitigen Platten
darauf, daR diese auf der Unterseite
gleichmaRig benetzt und nicht durch
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Schmutzpartikel mechanisch besché&-
digt werden.

Sofort nach dem Eintauchen in den
Entwickler zeigt sich ein deutlicher
Kontrast von belichteten und unbe-
lichteten Partien der Platte.

Unterstitzen Sie den Entwicklungs-
vorgang, indem Sie die Platte in der
Schale leicht auf und ab bewegen.
Bitte reiben Sie nicht mit irgendwel-
chen Hilfsmitteln Uber die Platte, da
dies zu Beschadigungen fuhren
kénnte.

Wenn sich kein Resist mehrablést und
die Kupferflachen metallisch blank er-
scheinen, ist die Platte fertig entwik-
kelt. Dies dauert ca. 45 Sekunden.
Die unbelichtete Fotoschicht ist gegen
die Entwicklerlosung mehr als 5 Minu-
ten bestandig. Die Gefahr einer Be-
schadigung durch zu langes Entwik-
keln ist also minimal.

Natirlich beziehen sich die oben ge-
nannten Zeitangaben auf die korrekte
Verwendung unseres NaOH-freien
Spezialentwicklers.

Nach dem Entwickeln spilen Sie die
Platte bitte grundlich unter flieRen-
dem, kalten Wasser.

Die Entwicklerlésung verliert mit der
Zeit und fortschreitender Sattigung
ihre Wirkung. Verbrauchte LOsung
verlangsamt den Entwicklungsvor-
gang erheblich und sollte durch fri-
sche Losung ersetzt werden. Bereits
benutzter Entwickler soll nicht zu fri-
scher Ldésung zuriickgegossen wer-
den.

Die Fotoschicht ist gegen alle Ublichen
sauren Atzmedien resistent. Auch al-
kalisches Atzen ist méglich, sofern ein
ph-Wert von 9.5 nicht Uberschritten
und die Platte zuvor nicht mehr dem
ungedampften Tageslicht ausgesetzt
wird.

Das Aufldsungsvermogen der Foto-
schicht liegt im Bereich weniger Mi-
krometer. Bei einer Kupferauflage von
35 um kann jedoch aufgrund der un-
vermeidlichen Unteratzung eine
Strukturbreite von ca. 60 um kaum un-
terschritten werden.

Besonderen EinfluR auf das Atzergeb-
nis haben natirlich das Atzmittel und
die Art der Atzmaschine, so daR hierzu
auf die Anleitung des Maschinenher-
stellers verwiesen werden muB. Nach
dem Atzen sollten Sie die Platten
grindlich spilen und mit Papierti-
chern oder Druckluft trocknen.

Strippen

Nach dem Atzen kann die Fotoschicht
auf dem Kupfer verbleiben. Sie ist 16t-
bar. Wollen Sie die Platte aber z.B.
chemisch verzinnen oder spater mit
einem Schutzlack versehen, so muf3
der Fotolack entfernt werden. Dazu
kénnen unser Fotoresistentferner,
Aceton oder Spiritus verwendet wer-
den. Eine weitere Mdoglichkeit ist, die
Platte erneut ganz zu belichten und zu
entwickeln.

Sicherheit

Tragen Sie beim Umgang mit Entwick-
ler und Entwicklerldsung bitte Gum-
mihandschuhe.

Unser Spezialentwickler fir fotobe-
schichtetes Basismaterial ist NaOH-
frei und lieat in Form eines freinkristal-
linen weiB& Pulvers vor. Er ist nicht
hygroskopisch, aber alkalisch und da-
heréatzend.

Sie erhalten ihn in versiegelten Beuteln
mit Aufreillkerbe. Ldsen Sie deren
ganzen Inhalt bitte in je 1 Liter Wasser.
Die fertig angesetzte Lésung hat einen
Alkali-Gehalt von ca. 1%. Sie kann in
einem verschlossenen, deutlich ge-
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kennzeichneten Behélter aufbewahrt
werden.

Vermeiden Sie den Kontakt der Che-
mikalien mit Haut, Augen und Schleim-
héauten. Verschmutzte Kleidung soll-
ten Sie sofort wechseln. Bewahren Sie
die Chemikalien auBerhalb der Reich-
weite von Kindern auf. Bei Verschluk-
ken von Entwicklerldsung trinken Sie
sofort viel Wasser und konsultieren
Sie einen Arzt unter Hinweis auf 1 %ige
Lauge eines Erdalkalimetalls.

Sicherheitshinweise ZUM Umgang mit
Atzmittel erfragen Sie bitte beim zu-
standigen Lieferanten.

Auf Anfrage senden wir lhnen Sicher-
heitsdatenblatter zu allen von uns ver-
triebenen Produkten.

Entsorgung

Nach geltendem Recht ist es in NRW
gestattet, kleine Mengen verbrauchter
Entwicklerlésung durch Einleitung in
die offentliche Kanalisation zu beseiti-
gen, insofern deren ph-Wert 8,5 nicht
Uberschreitet. Dem ist durch Verdin-
nen mit viel Wasser oder Neutralisa-
tion Rechnung zu tragen. Der ph-Wert
frischer Lésung liegt bei ca. 13.

Die Entsorgungsrichtlinien sind lan-
derspezifisch. Erfragen Sie daher die
in lhrem Bundesland giltige Rechts-
lage bei der zustandigen Abwasserbe-
hoérde.

Fehlerursachen

Belichtung

Zu kurze Belichtungsdauer fiihrt dazu,
daR die Fotoschicht nicht vollstéandig
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ausentwickelt werden kann. Man er-
kennt dies an einem rétlich-braunen
Farbumschlag der belichteten Bild-
partien im Entwickler, die sich dann
auch nur sehr schwer entfernen las-
sen.

Bei zu langer Belichtung und schlecht
deckenden. Vorlagen erkennt man
nach dem Atzen Unterbrechungen der
Leiterbahnen oder den Verlust feiner
Linien.

Ein kompletter Bildverlust kann ent-
stehen, wenn die Platte nicht Schicht
auf Schicht mit der Vorlage belichtet
wurde oder der Kontakt Film-Platte
nicht ausreichend war.

Entwickeln

Entscheidenden EinfluB haben hierbei
die richtige Konzentration und die
Temperatur des Entwicklers.

Zu niedrige Temperatur, zu geringe
Konzentration und verbrauchter Ent-
wickler behindern den Vorgang, so
dal Restschleier von Fotoschicht auf
dem Kupfer haften bleiben und in der
Regel das Atzergebnis verschlechtern.

Bei zu hoher Temperatur bzw. Kon-
zentration des Entwicklers droht die
Beschadigung auch der unbelichteten
Partien der Fotoschicht. Als Folge tre-
ten Unterbrechungen und Lécher in
den Leiterbahnen auf.

Ein schlechtes Ergebnis erhalten Sie
auch, wenn doppelseitige Platten
nicht von beiden Seiten aleichmafia
entwickelt wurden oder wenn Luftbla-
sen zwischen der Unterseite der Platte
und der Schale eingeschlossen wa-
ren.

Atzen

Beim Atzen mit sauren Atzmedien auf-
tretende Fehler sind meist schon in
den vorausgegangenen Arbeitsschrit-
ten entstanden. So ist ein rautenformi-
ges Muster von Restkupfer auf den
Freiflachen der Platte z.B. ein Indiz fur
zu kurze Belichtung / Entwicklung. Fiir
weitere Details zur Atztechnik befra-
gen Sie bitte den Hersteller ihrer Atz-
maschine.

Technische Anderung vorbehalten.
0 8/89 Bungard Elektronik.
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Technische Information

Der Begriff ORIGINAL BUNGARD
steht fir hochste Qualitdt und Verar-
beitungssicherheit bei fotobeschichte-
tem Basismaterial. Dieses ausgereifte
Produkt garantiert wie kaum ein an-
deres eine schnelle, flexible und vor
allem fehlerfreie Fertigung lhrer Klein-
serien und Prolotypen. Dieser beson-
dere Qualitdtsanspruch lait sich an fol-
genden Fakten messen.

Basismaterial

Wir verwenden nur Basismaterial er-
ster Wahl, geprift bzw. freigegeben
nach UL, NEMA, MIL, DIN, IEC u. A.

Erhaltlich sind die Qualitaten FR2,
FR3, CEM1 , FR4 sowie PTFE in Tafel-
starken von 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0 oder
2.5 mm mit ein- oder zweiseitiger Kup-
ferauflage von 18,35 oder 70 um.

Die maximale Tafelgréf3e belragt ca.
510 x 1150 mm. Unser Zuschnitt-
service umfalit alle Standardformate
und Sonderabmessungen bis min. 50 x
50 mm mit einer MaR3haltigkeit von +
0.1 mm.

Fotoschicht

Wir verwenden einen besonders hoch-
wertigen Positiv-Flussigresist eigener
Rezeptur. Er zeichnet sich durch hohe
Kontraststeilheit, kurze Prozel3zeiten
und groRe Verarbeitungsspielraume
aus.

Die Schichtdicke betragt 5 um. Der
Lackauftrag ist gleichméaRig und staub-
frei.

Das Maximum der spektralen Empfind-
lichkeit liegt im Bereich von 350-
450 nm. Das optische Aufldsungsver-
mogen des Resists ist besser als
30 um.

Die Belichtungszeit betragt weniger als
90 Sekunden, bezogen auf unser Be-
lichtungsgerat HELLAS. Dies ent-
spricht  rechnerisch einem Licht-
energiebedarf von etwa 50 mJ/cm?.
Der Resist ist mehrfach belichtbar.

Bezogen auf unseren Spezialentwick-
ler betragt die Entwicklungszeit bei
20 °C ca. 45 Sekunden. Der Resist
ubersteht im Entwickler eine Verweil-
dauer von mindestens 5 Minuten ohne
jede Beschadigung. Er ist beslandig
gegen alle sauren Atz- und Galvanoba-
der sowie gegen alkalische Atzmedien
mit einem ph-Wert unter 9.5.

Die Platten sind mit einer Schutzfolie
aus blau eingefarbtem, selbstkleben-
den Spezialpapier gegen ungewollte
Belichtung und mechanische Bescha-
digung geschutzt. Ausbriiche der Foto-
schicht an den Schnittkanten der Platte
(Flitterbildung) treten nicht auf.

Jede Platte unterliegt vor, wahrend und
nach der Beschichtung strengsten op-
tischen und physikalisch-chemischen
Kontrollen.

Wir garantieren eine Lagerfahigkeit
von mehr als 1 Jahr unter normalen
Raumbedingungen.

Technische Anderungen vorbehalten

© 4189 Bungard Elektronik
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ErISuterungen zum Tabellenteil

Erliuterungen zu den Tabelien
»Typische MeBwerte“ und , Normwerte“
nach verschiedenen Vorschriften“.
(Seiten 18 - 22)

Die Tabellen sollen zur Auswahl des
geeigneten Basismaterials fiir einen be-
stimmten Einsatzzweck dienen.

Die Tabelle ,Typische MeBwerte* enthilt die
Testergebnisse, die sich in periodischen,
genommten Prifungen immer wieder
bestatigen.

Alle Angaben sind sorgfiitig ermittelt
worden. Bei der Vielseitigkeit der
Nutzungsbedingungen sowie der Ver-
fahrens- und Anwendungstechnik sind
die angegebenen Daten jedoch nur
unverbindliche Richtwerte.

Garantiert werden die Werte, die in den
Tabellen ,Normwerte nach verschiedenen
Vorschriften” fir die bekanntesten Normen
aulgezeigi sind, Jede dieser drei einzeinen
Tabellen bezieht sich auf eine bestimmte
Harz-/Tragerkombination (z. B. FR-3).

Das Buchstaben-/Zahlensystem in der
Spaite Vorbehandlung ist eine internationale
Vereinheitlichung und beschreibt die
Vorbereitungsprozedur der Prufiinge vor der
eigentlichen Messung. Jedoch ist selbst bei
gleichen Vorbehandiungen in manchen
Failen ein Vergleich der Werte nicht moglich,
da die Prifverfahren und Priifkdrper unter-
schiedlich sind.

Bungard Elektronik

nm oo>»

»

Fiir die Art der Vorbehandlung sind in den
Tabellen Kennbuchstaben angefiihrt, die
folgendes bedeuten:

ohne Vorbehandlung )

Vorbehandiung in Feuchtigkeit

Vorbehandlung in destilliertem

Wasser

Vorbehandlung bei Temperatur

Prifung nach Temperaturzykien

bei hoher Luftfeuchtigkeit

des = Vorbehandliung durch Trocknung
Uber Trockenmittel

T = Priifung bei Temperatur

Die hinter den Kennbuchstaben folgenden
Zahlengruppen geben in der ersten Stelle
die Dauer der Vorbehandlung in Stunden an,
in der zweiten Stelle die Vorbehandlungs-
temperatur in °C und in der dritten Stelle

die relative Luftfeuchtigkeit in 9.

Nach diesem Schiiissel bedeutet die
Bezeichnung C-96/35/90

C = Vorbehandlung in Feuchtigkeit
96 = 96 Stunden

38 = 35°C

90 = 90% relative Luftfeuchtigkeit

Die Aufschlisselung kombinierter Vor-
behandlungen zeigt folgendes Beispiel:
E-1/105+des+D-24/23

E = Vorbehandlung bei Temperatur

1 = 1 Stunde

105 = 105°C

+des = \Vorbehandiung durch Trocknung
lUber Trockenmittel

+D = Vorbehandlung in destilliertem
Wasser

24 = 24 Stunden

23 = 23°C
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FuBnoten zu den Tabellen »MeSwerte«
und »Normaiwerts nach verschiedenen
Vorschriften« (Seiten 18 - 22)

1) Nachbehandlung nach DINAEC 249
{90 £15) min bei [(18 - 28) +1]°Cund
(73-7N% relativer Luftfeuchte.

2) Lagerung in Silicondl.

%) Die Proben werden vor der Priffung
2 Minuten in Trichlorathylendampf unter
Atmosphérendruck eingehingt.

4) Die Prifung erfoigt an 3 mm breiten
Streifen, die 20 Minuten in eine.Natrium-
sulfatiésung von 70 °C eingetaucht
werden. Wahrend dieser Zeit werden die
Streifen mit einem Gleichstrom von
2,15 A/dm2belastet,

%) An ein Lotauge von 4 mm @, das im
Mittelpunkt mit einem Loch van 1,3 mm @
verselien ist, wird ein Draht von 1 mm @
angeldtet. Es wird die zum senkrechten
Abziehen des Létauges notwenige Kraft
ermittelt.

¢ Das Schnitiwerkzeug nach DIN 53 488
ist nicht gesignet, Aussagen tber die
Stanzbarkeit von SchichtpreBstoffen mit
Glas als Flistoff zu machen.

7) Die Angaben geiten fiir Tafeldicke 1,5 mm
bzw /16"

8 Anforderungen und Priifverfahren sind
zwischen Lieferant und Abnehmer zu
vereinbaren.

9) Die Angaben geiten flir Tafeldicke
>08~<32mm.

10) Die Angaben geiten fiir Tafeldicke
= 1,6 mm.

™) Keine sichtbaren Korrosionsprodukte
im Spalt.

12) Nach MIL-P-13 949 G 287 °C.

13) Die Angaben gelten fiir Tafeldicke
=15 mm.

4) Die Angaben gelten fiir Tafeldicke
= 1,0 mm.

1 D
BUNGAR
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Typische MeBwerte von Isola Basismaterialien

fiir gedruckte Schaltungen,

Isola-Bezeichnung

Normen nach DIN 40802
vergleichbar mit NEMA-LI 1-1983, Section 8
vergleichbar mit MIL-P-13849 G
vergleichbar mit IEC-Publikation 249
Priifung Vorbehandlung Einheit
Elektrische Oberflachenwiderstand C-96/40/92 Q
Eigenschaften* C-96/40/92+" Q
E-1/100/T-100 Q
E-1/125/T-125 Q
Spez Durchgangswiderstand C-96/40/92 Qcm
C-96/40/92+" Qcm
E-1/100/T-100 Qcm
E-1/125/1-125 Qcm
Dielektrizitdtszahl €, bei 1 MHz C-96/40/92+"
Dielektrischer Veriustfaktor tan § bei 1 MHz C-96/40/92+"
Blektmivtische Korrosienswirkung an der Kante C86.490/32
Kriechstromfestigkeit Verfahren CT1 nach DIN IEC 112 A Stufe
Nichtelektrische Haftvermégen im Anlieferungszustand A N/25 mm
Eigenschaften* der Kupferfolie im Anlieferungszustand A N/mm
nach Létbadlagerung A2 N/mm
nach Lagerung in trockener Wirme E-500/100 N/mm
nach Lagerung in trockener Warme E-500/125 N/mm
nach Einwirkung von Trichloréthylendampf A9 N/mm
nach Einwirkung simulierter galv. Bader AY N/mm
AbreiBkraft von Létaugen AB N
Létbadbestandigkeit bei 260°C A s
Stanzbarkeit bei Raumtemperatur A Kennwert
nach DIN 53488 bei 40°C A Kennwert
Wasseraufnahme E-24/50 + D-24/23 mg
Grenztemperaturen nach UL 746 A °C
Brennbarkeit nach UL 94 (vertikal A Klasse
Scherfestigkeit : A N/mm?2
Freigaben Underwriters’ Laboratories (UL), File-Nr.

Defense Supply Agency, Dayton/USA
(Freigabe nach MIL-P-13949 G)

Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung, Koblenz, Zulassungsurkunde Nr.

Musterprufstelle der Bundeswehr fiir Luftfahrtgerat, Miinchen, Musterpriifungszeugnis-Nr.

Kennzeichnung**

Die Langsseite des Kennzeichens 1 veriduft parallel zur Maschinenrichtung

bei Glasgewebe parallel zur Kettrichtung

Farbe

* Werte sind typisch fiir Tafein von 1,5 mm Dicke mit 35 um Cu-Kaschierung 1 his 150 g i
** Kennzeichnung aller kriechstromtesten Qualitaten i B n n

18 Bungard Elektronik
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SUPRA-CARTA-Cu 96 SUPRA-CARTA-E-CU SUPRA-CARTA-E-Cu DURAVER-E-Cu DURAVER-E-Cu
Qualitit V0-351 Qualitit 303 Qualitiéit 303 GL Qualitit 104 GV Qualitit 104
- PF-CP 02 EP-CP 01 EP-GC 02
_ XXX PC/FR-2 FR-3 CEMA CEM-3 R4
i PX GFN
249-2-74EC 249-2-34EC 249-2-94EC 249-2-104EC 249-2-5EC
PF-CP-Cy -EP-CP-Cu EP-CP + GC-Cu -EP-GF + GC-Cu £EP-GC-Cu
1-1010 3-10" 3:-10m 3-1Qn 4.1012
6-10" 6-10" 8-1012 7-10 7-101
2-108 5-10° 3:101
3-1010 7-1010
2.10!2 4.1012 2.1013 2.1013 8.1014
T 1.0 2-10"3 1104 4-1014 2:10'5
2-1010 3-10w 1-1012
3.1010 8 1o
47 49 47 52 47
0,047 0,041 0,031 0,026 0,019
AB 16 AN 1,4 A 1,2 Al A1
150 150 200 200 200
o 48 50 50 45 50
198 20 18 1.8 20
19 20 18 1,8 20
1,9 2,0 18
18 20
19 2,0 1,8 18 20
19 20 1,8 18 20
100 130 210 210 340
_ 19 25 25 >60 >120
19 19 10 10
16 17
- 39 35 23 18 15
105 110 130 130 130
W V0 {20 V0 V0
60-80 80-100 80-100 120-140 140-160
—_ E41625 E 41625 E 41625 E 41625 E 41625
PXP... GFN...
— C-/-B3B C-/B3B
) 014-72 016-72
— MBL 5999-028 MBL 5999-002
(] @ [ 3 [ ] [ 3
__1-vo 1 1 1 1
hellbraun creme opak creme opak creme opak naturfarben
- transparent

Bungard Elektronik
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Normwerte nach verschiedenen Vorschriften filr Glashartgewebe DURAVER-E-Cu Qualitit 104 (auf Epexidharzbasis)

Norm DIN 40802 NEMA-LI 1-1983 MIL-P-13949 G 249-2-5-1EC-
Bezeichnung EP-GC 02 FR-4 GFN/GFP EP-GC-Cu
Einheit Vorbehandlung Wert  Vorbehandiung Wert  Vorbehandlung Wert  Vorbehandlung Wert n
Elektrische Eigenschaften
Oberfldchen- Q C-96/40/92 10" C-96/35/90 10'° C-96/40/92 10'°£
widerstand 0 C-96/40/92+ " 5.10" C-96/40/92+" 5.10" '
Widerstand nach Feuchtigkeit Q F 10'° : i
bel erhdhter Temperatur Q  E-1/125/T425 10° E-24/125/T-125 10°  E-1/125/1-125 10° u :
Spez. Durchgangs- Qcm  C-96/40/92 5.10"" C-96/35/90 10" C-96/40/92 5.10"
widerstand Qom  C96/40/92+ " 107 C-96/40/92+" 107 z
Widerstand nach Feuchtigkeit Qcm F 10"
bei erhthter Temperatur Qcm E-1/125/T-125 10" E-24/125/T-125 10*  E-1/125/1-125 1 0';
Dielekirizitstszahl &, bel 1 MHz C-96/40/92+ " 55  D-24/23 54  D-24/23 54  C96/40/92+" 55
Dielektr. Verlustiaktor tan & bei 1 MHz C-96/40/92+ " 0035 D-24/23 0,035 D-24/23 0,030 C-96/40/92+" 0,035 n
Korrosion Kantenkorrosion Kennw. C-96/40/92 AN14 C-96/40/92 A/B14
Oberfiéchenkorosion C-504740/92 "' C-504/40/92 i b
Elektr. Durchschlagfestigkeit in Richtung der Schichten kv A 45 D-48/50+-D-"/2/23 40 E§
Lichtbogenfestigkeit s D-48/50+D-72/23 60 g
Nichtelektrische Eigenschaften S
Haftvermégen . nach Anlieferung N/mm A 14 3
(‘:‘335' ,"‘r‘:f)"e"""e nach Lotbadlagerung Nimm AP 14 A 14 A 14 A 14 iﬁ
nach erhéhter Temperatur N/mm  E-500/125 14 E-500/125 14 3
bei erh6hter Temperatur N/mm E-1/125/T-125 09 E-1/125/T-125 09 3
i ; nach Wirmebeanspruchung N/mm A 14 §
nach Lagerung in ProzeB-Badern N/mm A 12 §
nach simulierter galv. Behandlung N/mm A% 11 AY 038 -
nach Lagerung in Losungsmitteldémpfen N/mm A% 14 A% 1.1 :
Létaugen-Abzugskraft N AS 60 AY 60 é
Lotbadfestigkeit  ungeiitzte Probe s A 20 A2 10 A 20 $
bei 260°C geélzte Probe s A? 20 A 20 A" 10 o
Stanzbarkeit® bei 20°C Kennw. x v?v
Wasseraufnahme ? % E-1/105+des+D-24/23 025 E-1/105+des+D-24/23 0,35 g e
mg E-24/50+des+D-24/23 20 E-24/50+des+D-24/23 20 o ;,Eg
Brennbarkeit mittlere max. Brennzeit [ A 10 A KLt A 25 A 25 ??, %
Biegefestigkeit  langs N/mm? A 300 A 4209 A 20 A 300" £2
quer N/mm? A 300 A 350" A 350 A 300"
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